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二、说明、目录、图表目录

 前言：  

产业现状

       集成电路又称芯片，是工业生产的&ldquo;心脏&rdquo;。由于起步较晚，我国集成电路产

业价值链核心环节缺失，产业发展远不能支撑市场需要。2013年，国务院和工信部先后发布

《&ldquo;十二五&rdquo;国家战略性新兴产业发展规划》、《集成电路产业&ldquo;十二

五&rdquo;发展规划》，而2014年以来，对于集成电路产业的支持信号正在进一步释放。《国

家集成电路产业发展推进纲要》明确了我国集成电路产业发展的四大任务：着力发展集成电

路设计业、加速发展集成电路制造业、提升先进封装测试业发展水平、突破集成电路关键装

备和材料。《国家集成电路产业发展推进纲要》还提出，到2015年建立与产业发展规律相适

应的融资平台和政策环境，集成电路产业销售收入超过3500亿元；2020年与国际先进水平的

差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过20%；2030年产业链主要环节达到国际先进水平

，一批企业进入国际第一梯队，实现跨越发展。

市场容量

       2013年集成电路产业全行业销售收入2508亿元，同比增长16.19%。其中，芯片设计业近10

年年均增长超过40%，成为拉动产业增长的主要动力。制造业加快追赶步伐，2013年销售收入

同比增长接近20%。封装测试业稳步扩大，产业规模超过1000亿元。2014年中国集成电路市场

规模超过1万亿元，增速高于全球市场。受多样化应用的驱动，市场规模仍将持续保持高速增

长的态势，达到1.2万亿元，占全球集成电路市场半壁江山，同比增长将超过10%，远超全

球3%的增速，继续成为引领全球集成电路市场增长的火车头。国际市场竞争加剧，国内政策

、资金环境改善都将促使全球产业格局发生改变，在旺盛的市场需求带动下，技术、资金的

转移加速，我国集成电路产业迎来新的发展机遇。

       我国拥有全球最大、增长最快的集成电路市场，2013年规模达9166亿元，占全球市场份额

的50%左右。随着我国经济发展方式的转变、产业结构的加快调整，工业化和信息化深度融

合，大力推进信息消费，对集成电路的需求将大幅增长。预计2015年，国内产业销售收入将

达到3300亿元，年平均增长率达到18%。我国极大规模集成电路制造工艺获突破，一批65-28

纳米高端设备通过量产验证，而部分实现批量采购，40纳米成套工艺成功量产。我国已经在

集成电路高端装备、成套工艺、关键材料、封装测试等领域取得了部分突破。除了上述制造

工艺突破，光刻机整机集成及零部件技术水平也得到迅速提升，封测产业加速升级，专项成

果辐射相关产业应用。旺盛的国内市场需求也是发展我国集成电路产业的强大动因。

竞争格局



       中国集成电路设计行业呈现高度市场化的特征。一方面，从事集成电路设计的国内企业数

量众多，竞争较为激烈；另一方面，国外的众多IC设计企业纷纷涌入中国市场，其中不乏具

有较强资金及技术实力的知名设计公司，进一步加剧了中国市场的竞争。目前，在中国电容

式触摸屏控制芯片市场上，欧美企业拥有技术优势，在系统噪声处理、灵敏度、稳定度、分

辨率等方面有一定的技术积累，如Atmel、Cypress、Synaptics等，都具有较强的竞争实力。而

随着近年来中国电容式触摸屏控制芯片市场的高速成长，各IC设计公司均加大了对电容式触

摸屏控制芯片的研发投入，以期通过产品优势来占据更多的市场份额。

前景预测

       国内集成电路产业的不足之处还体现在产业布局不集中、投入严重不足和核心技术、关键

设备受制于人等方面，我国集成电路产业发展的生态环境亟待优化，设计、制造、封装测试

以及专用设备、仪器、材料等产业链上下游协同性不足，芯片、软件、整机、系统、应用等

各环节互动不紧密。IC设计和芯片制造业在我国的迅猛发展，使得国内集成电路产业已经形

成了IC设计、制造、封装测试三业及支撑配套业共同发展的较为完善的产业链格局。作为信

息技术产业的核心，集成电路产业的加快发展，能带动我国的经济转型升级，也是提升国家

信息安全的重要保障。预计2015年，我国集成电路产业规模将翻一番，销售收入将达到3300

亿元，满足27.5%的国内市场需求，市场规模将达到12000亿元左右。同时，集成电路产业结

构将进一步优化，并开发出一批具有自主知识产权的核心芯片，国内重点整机企业应用自主

开发集成电路产品的比例将达到30%左右。

面临挑战

       目前，我国集成电路产业规模仍然较小，仅占全球市场的10%左右。我国是全球最大的集

成电路市场，但自行设计生产的产品只能满足市场需求的五分之一，CPU、存储器等通用芯

片主要依靠进口，国内通信、网络和消费电子等产品中的高档芯片也基本依靠进口。我国集

成电路产业面临的第二个问题是创新不足，表现为我国集成电路企业以中小型企业为主。企

业力量分散，国内500多家设计企业总收入不及高通公司收入的一半；主流产品设计技术水平

仍为中低端，制造工艺与国际先进水平差两代，新型高端封装技术仍很欠缺，难以满足产业

发展需求。集成电路产业价值链整合程度还不够，产业链还不完善。

       本集成电路封装行业研究报告共十四章是智研数据中心咨询公司的研究成果，通过文字、

图表向您详尽描述您所处的行业形势，为您提供详尽的内容。智研数据研究中心在其多年的

行业研究经验基础上建立起了完善的产业研究体系，一整套的产业研究方法一直在业内处于

领先地位。集成电路封装行业研究报告是2014-2015年度，目前国内最全面、研究最为深入、

数据资源最为强大的研究报告产品，为您的投资带来极大的参考价值。

       本研究咨询报告由智研数据研究中心公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要



依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、

国家海关总署、知识产权局、智研数据中心提供的最新行业运行数据为基础，验证于与我们

建立联系的全国科研机构、行业协会组织的权威统计资料。

       报告揭示了集成电路封装行业市场潜在需求与市场机会，报告对集成电路封装行业做了重

点企业经营状况分析，并分析了中国集成电路封装行业发展前景预测。为战略投资者选择恰

当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对

银行信贷部门也具有极大的参考价值。
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四、SIP产品市场应用现状分析

五、SIP产品市场前景展望

第三节集成电路封装行业SOP产品市场分析



一、SOP封装技术

二、SOP产品主要应用领域

三、SOP产品市场发展现状

四、SOP产品市场前景展望

第四节集成电路封装行业QFP产品市场分析

一、QFP封装技术

二、QFP产品主要应用领域

三、QFP产品市场发展现状

四、QFP产品市场前景展望

第五节集成电路封装行业QFN产品市场分析

一、QFN封装技术

二、QFN产品主要应用领域

三、QFN产品市场发展现状

四、QFN产品市场前景展望

第六节集成电路封装行业MCM产品市场分析

一、MCM封装技术水平概况

1、概念简介

2、MCM封装分类

二、MCM产品主要应用领域

三、MCM产品需求拉动因素

四、MCM产品市场发展现状

五、MCM产品市场前景展望

第七节集成电路封装行业CSP产品市场分析

一、CSP封装技术水平概况

1、概念简介

2、CSP产品特点

3、CSP封装分类

二、CSP产品主要应用领域

三、CSP产品市场发展现状

四、CSP产品市场前景展望

第八节集成电路封装行业其他产品市场分析

一、晶圆级封装市场分析



1、概念简介

2、产品特点

3、主要应用领域

4、市场规模与主要供应商

5、前景展望

二、覆晶/倒封装市场分析

1、概念简介

2、产品特点

3、市场前景

三、3D封装市场分析

1、概念简介

2、封装方法

3、封装特点

4、发展现状与前景

 

第四部分竞争格局分析

第七章集成电路封装行业市场竞争分析

第一节集成电路封装行业竞争结构波特五力模型分析

一、现有竞争者之间的竞争

二、上游议价能力分析

三、下游议价能力分析

四、行业潜在进入者分析

五、替代品风险分析

第二节集成电路封装行业国际竞争格局分析

一、国际集成电路封装市场总体发展状况

二、国际集成电路封装市场竞争状况分析

三、国际集成电路封装市场发展趋势分析

1、封装技术的高密度、高速和高频率以及低成本

2、主板材料的变化趋势

四、跨国企业在华市场竞争力分析

第三节集成电路封装行业国内竞争格局分析

一、国内集成电路封装行业竞争格局分析



二、国内集成电路封装行业集中度分析

1、行业销售收入集中度分析

2、行业利润集中度分析

3、行业工业总产值集中度分析

三、中国集成电路封装行业国际竞争力分析

 

第八章2016-2022年集成电路封装行业领先企业经营形势分析

第一节杭州士兰微电子股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业盈利能力分析

三、企业运营能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业业务扩张及融资渠道分析

八、企业经营状况优劣势分析

九、企业最新发展动向分析

第二节天水华天科技股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业盈利能力分析

三、企业运营能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业业务扩张及融资渠道分析

八、企业经营状况优劣势分析

九、企业最新发展动向分析

第三节威讯联合半导体（北京）有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业盈利能力分析

三、企业运营能力分析

四、企业偿债能力分析



五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业经营状况优劣势分析

八、企业最新发展动向分析

第四节上海中芯国际集成电路制造有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业盈利能力分析

三、企业运营能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业经营状况优劣势分析

八、企业最新发展动向分析

第五节吉林华微电子股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业盈利能力分析

三、企业运营能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业业务扩张及融资渠道分析

八、企业经营状况优劣势分析

九、企业最新发展动向分析

第六节飞思卡尔半导体（中国）有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业盈利能力分析

三、企业运营能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业经营状况优劣势分析

八、企业最新发展动向分析



第七节江苏长电科技股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业盈利能力分析

三、企业运营能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业业务扩张及融资渠道分析

八、企业经营状况优劣势分析

九、企业最新发展动向分析

第八节南通富士通微电子股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业盈利能力分析

三、企业运营能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业经营状况优劣势分析

八、企业最新发展动向分析

第九节无锡华润安盛科技有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业盈利能力分析

三、企业运营能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业经营状况优劣势分析

八、企业最新发展动向分析

第十节江阴苏阳电子股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业盈利能力分析

三、企业运营能力分析



四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业业务扩张及融资渠道分析

八、企业经营状况优劣势分析

九、企业最新发展动向分析

第十一节深圳市赛意法微电子有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业盈利能力分析

三、企业运营能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业经营状况优劣势分析

八、企业最新发展动向分析

第十二节南通华达微电子集团有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业盈利能力分析

三、企业运营能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业经营状况优劣势分析

八、企业最新发展动向分析

第十三节深圳安博电子有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业盈利能力分析

三、企业运营能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业经营状况优劣势分析



八、企业最新发展动向分析

第十四节力成科技股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业盈利能力分析

三、企业运营能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业业务扩张及融资渠道分析

八、企业经营状况优劣势分析

九、企业最新发展动向分析

第十五节乐山无线电股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业盈利能力分析

三、企业运营能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业业务扩张及融资渠道分析

八、企业经营状况优劣势分析

九、企业最新发展动向分析

第十六节广东风华芯电科技股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业盈利能力分析

三、企业运营能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业业务扩张及融资渠道分析

八、企业经营状况优劣势分析

九、企业最新发展动向分析

第十七节深圳中星华电子有限公司



一、企业发展简况分析

二、企业盈利能力分析

三、企业运营能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业经营状况优劣势分析

八、企业最新发展动向分析

第十八节上海先进半导体制造股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业盈利能力分析

三、企业运营能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业业务扩张及融资渠道分析

八、企业经营状况优劣势分析

九、企业最新发展动向分析

第十九节深圳市矽格半导体科技有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业盈利能力分析

三、企业运营能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业业务扩张及融资渠道分析

八、企业经营状况优劣势分析

九、企业最新发展动向分析

第二十节智瑞达科技（苏州）有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业盈利能力分析

三、企业运营能力分析



四、企业偿债能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业集成电路相关业务分析

七、企业经营状况优劣势分析

八、企业最新发展动向分析

 

第五部分发展前景展望

第九章2016-2022年集成电路封装行业前景及趋势预测

第一节2016-2022年集成电路封装市场发展前景

一、2016-2022年集成电路封装市场发展潜力

二、2016-2022年集成电路封装市场发展前景展望

三、2016-2022年集成电路封装细分行业发展前景分析

第二节2016-2022年集成电路封装市场发展趋势预测

一、2016-2022年集成电路封装行业发展趋势

1、技术发展趋势分析

2、产品发展趋势分析

3、产品应用趋势分析

二、2016-2022年集成电路封装市场规模预测

1、集成电路封装行业市场容量预测

2、集成电路封装行业销售收入预测

三、2016-2022年集成电路封装行业应用趋势预测

四、2016-2022年细分市场发展趋势预测

第三节2016-2022年中国集成电路封装行业供需预测

一、2016-2022年中国集成电路封装行业供给预测

二、2016-2022年中国集成电路封装行业需求预测

三、2016-2022年中国集成电路封装行业供需平衡预测

第四节影响企业生产与经营的关键趋势

 

第十章2016-2022年集成电路封装行业投资价值评估分析

第一节集成电路封装行业投资特性分析

一、集成电路封装行业进入壁垒分析

二、集成电路封装行业盈利因素分析



三、集成电路封装行业盈利模式分析

第二节2016-2022年集成电路封装行业发展的影响因素

一、有利因素

二、不利因素

第三节2016-2022年集成电路封装行业投资价值评估

一、行业投资效益分析

二、产业发展的空白点分析

三、投资回报率比较高的投资方向

四、新进入者应注意的障碍因素

 

第十一章2016-2022年集成电路封装行业投资机会与风险防范

第一节集成电路封装行业投融资情况

一、行业资金渠道分析

二、固定资产投资分析

三、兼并重组情况分析

四、集成电路封装行业投资现状分析

第二节2016-2022年集成电路封装行业投资机会

一、产业链投资机会

二、细分市场投资机会

三、重点区域投资机会

四、集成电路封装行业投资机遇

第三节2016-2022年集成电路封装行业投资风险及防范

一、政策风险及防范

二、技术风险及防范

三、供求风险及防范

四、宏观经济波动风险及防范

五、关联产业风险及防范

六、产品结构风险及防范

七、其他风险及防范

第四节中国集成电路封装行业投资建议

一、集成电路封装行业未来发展方向

二、集成电路封装行业主要投资建议



三、中国集成电路封装企业融资分析

1、中国集成电路封装企业IPO融资分析

2、中国集成电路封装企业再融资分析

 

第六部分发展战略研究

第十二章2016-2022年集成电路封装行业面临的困境及对策

第一节2015年集成电路封装行业面临的困境

第二节集成电路封装企业面临的困境及对策

一、重点集成电路封装企业面临的困境及对策

二、中小集成电路封装企业发展困境及策略分析

三、国内集成电路封装企业的出路分析

第三节中国集成电路封装行业存在的问题及对策

一、中国集成电路封装行业存在的问题

二、集成电路封装行业发展的建议对策

1、把握国家投资的契机

2、竞争性战略联盟的实施

3、企业自身应对策略

三、市场的重点客户战略实施

1、实施重点客户战略的必要性

2、合理确立重点客户

3、重点客户战略管理

4、重点客户管理功能

 

第十三章集成电路封装行业案例分析研究

第一节集成电路封装行业并购重组案例分析

一、集成电路封装行业并购重组成功案例分析

二、集成电路封装行业并购重组失败案例分析

三、经验借鉴

第二节集成电路封装行业经营管理案例分析

一、集成电路封装行业经营管理成功案例分析

二、集成电路封装行业经营管理失败案例分析

三、经验借鉴



第三节集成电路封装行业营销案例分析

一、集成电路封装行业营销成功案例分析

二、集成电路封装行业营销失败案例分析

三、经验借鉴

 

第十四章集成电路封装行业发展战略研究

第一节集成电路封装行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第二节对我国集成电路封装品牌的战略思考

一、集成电路封装品牌的重要性

二、集成电路封装实施品牌战略的意义

三、集成电路封装企业品牌的现状分析

四、我国集成电路封装企业的品牌战略

五、集成电路封装品牌战略管理的策略

第三节集成电路封装经营策略分析

一、集成电路封装市场细分策略

二、集成电路封装市场创新策略

三、品牌定位与品类规划

四、集成电路封装新产品差异化战略

第四节集成电路封装行业发展战略研究

一、2015年集成电路封装行业投资战略

二、2016-2022年集成电路封装行业投资战略

三、2016-2022年细分行业投资战略

 

第十五章中国集成电路封装行业发展分析及建议

第一节集成电路封装行业投资特性分析



一、集成电路封装行业进入壁垒

1、技术壁垒

2、资金壁垒

3、人才壁垒

4、严格的客户认证制度

二、集成电路封装行业盈利模式

三、集成电路封装行业盈利因素

第二节集成电路封装行业投资兼并与重组分析

一、集成电路封装行业投资兼并与重组整合概况

二、国际集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析

三、国内集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析

1、通富微电公司投资兼并与重组分析

2、华天科技公司投资兼并与重组分析

3、长电科技公司投资兼并与重组分析

四、集成电路封装行业投资兼并与重组整合趋势分析

第三节集成电路封装行业投融资分析

一、电子发展基金对集成电路产业的扶持分析

1、电子发展基金对集成电路产业的扶持情况

2、电子发展基金对集成电路产业的扶持建议

二、集成电路封装行业融资成本分析

三、半导体行业资本支出分析

第四节集成电路封装行业发展建议

一、集成电路封装行业投资机会分析

二、集成电路封装行业投资风险分析

三、集成电路封装行业发展建议（ZYXZX）

 

  详细请访问：http://www.abaogao.com/b/dianli/006189YE4Y.html
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